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図1　ボール外観
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日本国特許第4075041号
「球状粒子の製造方法」
溶融体を球状粒子化する工程で、
造粒中の粒径をモニタリングしフィー
ドバック制御することで、所定粒径
のそろった球状粒子を信頼性高く
安定して製造することができる球状
粒子の製造方法を提供します。

日本国特許第4161318号
「はんだボールの製造方法」
溶湯に圧力と振動を付与し、加圧
したガス雰囲気で凝固することで、
表面が平滑なはんだボールの製
造方法を提供します。

●制御技術

日本国特許第4159012号
「はんだボールおよび製造方法」
溶湯に振動を加える手段として、特殊
な加振ロッドを採用することで、粒度
分布が狭く真球度の高いものが要求
される微細金属球の工業的な製造装
置を提供します。

日本国特許第4023725号
「はんだ合金およびはんだボール」
はんだ合金中の酸素濃度をコントロー
ルすることで、鉛フリーはんだ合金の
接合強度低下を飛躍的に抑制するこ
とができ、高い真球度と寸法精度を
合せ持ちながら、平滑な表面形状を
有するはんだボールの製造方法を提
供します。

日本国特許第3649384号
「はんだボールおよびその製造方法」
はんだボールの断面組織を調整する
ことで、高い真球度と寸法精度を合せ
持ちながら、平滑な表面形状を有する
はんだボールの製造方法を提供しま
す。

●造粒技術

これらの特許についてのライセンス
のお申し込みやご質問については、
問合せ先までご連絡下さい。

はんだボールの提供のみならず、当社独自の
搭載技術を開発し、それらソリューションの提供
も可能です。

当社独自の造粒技術により、粒径分布が狭く、真球度の良い均一な当社独自の造粒技術により、粒径分布が狭く、真球度の良い均一な
サイズのはんだボールを鉛フリー組成で実現し、特許も取得しました。サイズのはんだボールを鉛フリー組成で実現し、特許も取得しました。

Rod

Piezo

Collection chamber

N2

N2+H2

Crucible Molten
solder

Solder
ball

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

図2　粒径分布例

粒径 (μm）

平均　　　：60.0μm
標準偏差：0.2μm
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